
　1、精度

10 50 100 500 1000

→μ

半導体製造設備



　2、圧力

半導体製造設備
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→Mpa

樹脂関係設備



　3、温度

-200 -100 0 50 100 500 1000

→℃

樹脂設備



　4、速度（ｍ/分）

5.0 10.0 100.0 1000.0 10000.0 

巻取装置



　5、回転物（RPM）

10 50 100 500 1000 5000 10000 

各種巻取装置



　6、装置重量（Kg）
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成膜装置

各種装置



　7、装置、ワークの大きさ（㎥）
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